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壹·緒論

研究背景與摩爾定律

研究流程與架構



研究背景

半導體如何影響生活?
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三合院；透天厝；摩天大樓

:Samsung
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摩爾定律與超摩爾定律

摩爾定律是否到達極限?
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產業鏈

產業生命

週期

產業發展

沿革

封裝技術介紹

3D Fabric聯盟成員

台積電開放創新平

台(OIP)

台積電先進製程、

先進封裝

台積電先進封裝技術

SoIC、InFO、CoWoS

SoC、SiP、3D-IC

專

利

檢

索

專

利

分

析

技

術

、

功

效

分

析

國外企業

競爭力分析

產業分析

國內企業

競爭力分析

SWOT分析

專利佈局

策略及模式

策略擬定

研究流程與架構

整體環境分析 產業概況與技術介紹
產業分析與策略擬定
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貳·產業概況

說明

市場概況

3D Fabric聯盟

封裝技術種類



半導體產業市場現況分析
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01

雙列直插封裝

(Dual in-line 

Package, DIP)

1970S

02 03 04

系統單晶片

(System on Chip, 

SOC)

1990S

系統級封裝

(System in 

Package, SIP)

2000S

2.5D/3D

Integrated 

circuits

2010S

半導體產業封裝技術演進
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3D-IC技術現況

圖片來源:SIEMENS

1.  記憶體堆疊形成

高效能記憶體(HBM)

最多可達8片

2. 2.5D平行晶片封裝

2片以上處理

器晶片堆疊

無法順利通電

處理器晶片內具相當

複雜線路，導致無法

順利進行矽穿孔技術
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台積電先進封裝技術

CoWoS

後段

InFO

SoIC

前段
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原OIP聯盟

成員

新加入者

EDA(IC設計)

3D Fabric聯盟

IP(矽智財聯盟)
DCA/VCA

(設計中心/價值中心)

Memory Substrate OSAT Testing

14



參·檢索策略

與過程

檢索範圍與工具

3DFabric技術檢索式

3D-IC檢索式



檢索工具:全球專利檢索GPSS

資料庫範圍:台灣、美國、韓國、

日本、大陸、WIPO

分類號:H01L

期間:2010/01/01～2023/06/30

檢索範圍與工具

本研究將IPC分類號

限縮在H01L類，以

半導體裝置之相關

內容進行專利分析。
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3D-IC檢索式
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台積電先進封裝技術檢索式
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肆·智財分析
全球十大申請人

技術生命週期

技術功效矩陣

檢全率、檢準率

3DFabric 專利分析



3D-IC技術生命週期分析

萌芽期

成長期

本研究資料擷取

自2023年6月30

日，但我們發現

2023僅半年的時

間，專利數量已

累積至322件。
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全球十大申請人

台積電在3DIC相關專利

數都位於首位，由此可

知強大的技術下須有足

夠的專利數支撐。
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十大申請人及四階IPC分析
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十大申請人及四階IPC分析 H05屬半導體非

電氣裝置，H05K

屬印刷電路。
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半導體封裝

技術功效矩陣

封裝技術

• TSV

• SoC

• SiP

功效

• 連接表面

• 效率、功率、功耗

• 晶片堆疊

• 晶圓堆疊

• 穿孔

• 散熱
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晶片技術

由此圖可知，TSV是

3D-IC的必備技術，

在晶片上鑽孔，讓電

流能順利通過。
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半導體材料

技術功效矩陣

半導體材料
• Bump

• 中介層

• 印刷電路板

功效

• 連接表面

• 效率、功率、功耗

• 穿孔

• 散熱
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封裝材料

由此圖可知印刷電

路板為封裝技術極

為重要之材料，目

前中介層(矽中介

板)的使用率也正

在提高。
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檢準率、檢全率

本研究先將專利池

3392件專利進行編號

，並抽取出不重複之

35件專利案做為樣本

，共有29件符合。
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檢準率、檢全率

台積電共申請855件。

接著本研究抽取35

個樣本，人工篩選

出，共21項符合

3D-IC相關專利。

2023 8 20

2023 9 20

符合

60%

不符合

40%

檢全率

符合 不符合
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萌芽期

成長期

SoIC技術生命週期分析
去重後資料

共433筆

本研究資料擷取自

2023年6月30日，

可知2023僅半年的

時間，專利數量已

累積至80件。
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InFO技術生命週期分析

成長期

萌芽期

去重後資料

共776筆

本研究資料擷取自

2023年6月30日，由

此圖可知自2016年資

料筆數急遽攀升，很

大的原因是和智慧型

手機開始發展有關。
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CoWoS技術生命週期分析

成長期

萌芽期

去重後資料

共353筆

由此圖可知自2020

年資料筆數急遽攀

升，當3D處理器晶

片堆疊實行有難度

時，開始轉向2.5D

發展。
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伍·布局策略

3D Fabric

專利佈局

國內外企業

競爭力分析

SWOT分析

我國產業

突破方向



• 研發先進封裝技術

• 設立高技術門檻

• 投入高額發明成本

• 中小企業適用

• 創新性較低之專利

• 包圍競爭對手的核心專利

3D Fabric專利佈局

策略式專利 圍繞式專利
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國內企業競爭力分析

競合關係

合作關係:

台積電、日月光為3D 

Fabric聯盟成員；委

任台積電先進封裝訂

單，共創價值。

競爭關係:

先進封裝技術上的研

發及比拚。
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國外企業競爭力分析

競合關係

合作關係:

台積電、三星為3D 

Fabric聯盟成員；三

星的優勢為記憶體。

競爭關係:

晶圓代工、先進封裝

技術仍屬未來趨勢，

誰能掌握3D晶片堆

疊技術是關鍵。
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經濟層面

現況

我國產業突破方向

• 由台積電第二季營收占比知HPC(44%)

、Smartphone(33%)近八成

• IoT、電動車等新興市場崛起

• 除了台灣自身的市場，也應放眼國

際上規模較大的經濟體

• 搶占新興市場機會，以現有技術優

勢拉攏企業加入策略聯盟

建議

技術層面

現況

建議

• 從營收來看，5nm製程已超越7nm製程

• 以InFO及CoWoS技術獲取大量訂單

• 產業整合度高，上、中、下游關係密切

，並成立產業聯盟

• 找尋解決晶片無法堆疊的方式，以搶佔將

來晶片堆疊市場

• 建立產學合作，培養未來半導體領域人才
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我國半導體產業SWOT分析與策略
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陸·結論

發展趨勢：

1. 3D晶片堆疊為關鍵技術

2.HPC,IoT,電動車,

為未來趨勢

台灣現況：

1. 台灣擁有世界一流的

製程技術

2. 3D Fabric聯盟，提供顧客

「一條龍」服務解決方案

3. 半導體人才斷層，

缺乏完善培育計畫

佈局建議：

1. 台積電以3D Fabric技術進行

專利布局，建立高技術門檻

2. 日月光需進行專利布局，

穩固第一封測廠地位

3. 3D Fabric聯盟成員

共同合作，取得新興市場商機
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Q & A
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